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从大基金入股精测电子看封测行业 
——电子行业周报 

 

投资摘要： 

市场回顾： 

本周（2019.9.02-2019.9.06），上证指数上涨 3.93%，深证成指上涨 4.89%，

创业板指上涨 5.05%，申万电子指数上涨 9.83%，位列申万 28 个一级行业涨

跌幅榜第 2 位。 

 股价涨幅前五名分别是：闻泰科技、天津普林、南大光电、华正新材、博敏

电子；  

 股价跌幅前五名分别是：*ST 瑞德、汇顶科技、恒久科技、*ST 宇顺、久之

洋。 

每周一谈：从大基金入股精测电子看封测行业 

精测电子全资子公司上海精测半导体技术有限公司获得了公司、国家集成电路

产业投资基金、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业等七方投资人的增

资，注册资本由 1 亿元增至 6.5 亿元。上海精测是精测电子为布局半导体测试

设备所设的子公司，成立刚一年便获得大基金青睐，可以看出大基金看好公司

及封测行业未来的发展。 

封测是半导体行业不可或缺的三大支柱之一。封装不仅起着固定、密封、保护

芯片以及增强电热性能等方面的作用，而且还起到内部芯片与外部电路的连接

作用。半导体测试是检验芯片质量的重要手段。 

2019H1 国内封装测试业销售额 1022.1 亿元，同比增长 5.4%。2019 年 1-6

月我国集成电路产业销售额 3048.2 亿元，同比增长 11.8%，增速比一季度略

有增长。其中，封装测试业销售额 1022.1 亿元，同比增长 5.4%。随着 5G 时

代的到来，消费电子、汽车电子、物联网等将得到新的增长动力，未来国内封

装测试行业将与集成电路行业将保持稳定发展。 

目前全球集成电路委外封装测试市场呈现寡头垄断竞争格局，行业龙头企业占

据了主要的市场份额。2018 年 TOP25 的委外封测企业销售额，比 2017 年增

加了约 4.8%，增至 270 亿美元，几乎占据了整个委外封测市场。大型委外封

测企业通过大量的资本支出和研发投入，引领技术革新和行业发展，进一步拉

开与中小企业的差距。 

据 SEMI 估计，2017-2020 全球将有 62 座新晶圆厂投产，其中 26 座坐落中

国大陆，占总数的 42%。从投资规模上看，目前中国大陆共有 21 座 12 寸晶

圆厂在建，建设周期在 2018-2021 年，年均投建资金达 2500 亿元。国内晶圆

厂建设正处于投建高峰期，将带动整个产业链发展。 

受益于国内新建晶圆厂后续产能的陆续释放，以及下游应用市场的变化所带来

的封装技术更新，国内封测厂商开启了扩产布局之路。新的应用领域对封测技

术提出了更高、更多样化的需求，晶圆级封装、SIP 封装、3D 封装等先进封

装也将进入黄金发展期。为迎接这一波机会，国内长电科技、华天科技、通富

微电三大封测厂商相继接力扩产。 

投资策略及组合：受益于国内晶圆代工厂投建高峰的到来，产能将陆续得到释

放，带动国内封测产能需求提升，建议关注国内封测行业龙头企业。推荐组合：

长电科技、华天科技、通富微电、精测电子、晶方科技各 20%。 

风险提示：晶圆厂建设进度不及预期；行业发展不及预期；下游需求低于预期。 
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1. 每周一谈：从大基金入股精测电子看封测行业 

1.1 大基金与上海半导体基金联袂入股精测电子子公司 

精测电子 6 日公告，公司全资子公司上海精测半导体技术有限公司（下称“上海精

测”）获得了公司、国家集成电路产业投资基金（下称“大基金”）、上海半导体装备

材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“上海半导体”）等七方投资人的增

资，注册资本由 1 亿元增至 6.5 亿元。本次增资完成后，上海精测将由公司的全资

子公司变更为控股子公司，持股 46.2%。 

上海精测成立于 2018 年 7 月，在本次增资前为精测电子全资子公司，主要从事以

半导体测试设备为主的研发、生产和销售，同时也开发一部分显示和新能源领域的

检测设备。上海精测是精测电子为布局半导体测试设备所设的子公司，拥有精测电

子在平板显示测试设备领域成熟的技术及市场经验。上海精测成立刚一年便获得大

基金青睐，可以看出大基金看好公司及封测行业未来的发展。 

1.2 封测是半导体行业三大支柱之一 

半导体行业按流程先后可分为设计、制造和封测，封测是半导体行业不可或缺的三

大支柱之一。 

半导体封装是指将硅片上的电路引脚用导线接引到外部接头处，以便于与其他器件

连接。封装不仅起着固定、密封、保护芯片以及增强电热性能等方面的作用，而且

还起到内部芯片与外部电路的连接作用。 

半导体测试是检验芯片质量的是否符合要求，半导体测试分为两阶段：一是进入封

装之前的晶圆测试，主要测试电性；二是封装后的芯片成品测试，主要测试 IC 功

能、电性与散热是否符合要求。 

1.3 2019H1 国内封装测试行业销售额 1022 亿 同比增长 5.4% 

据 SIA 数据显示，2019 年第一季度全球半导体市场同比下降了 5.5%。受到全球半

导体市场下滑影响，我国集成电路行业 2019 年一季度增速大幅下降。根据中国半

导体行业协会统计，2019 年一季度我国集成电路产业销售额 1274 亿元，同比增长

10.5%，增速同比下降了 10.2 个百分点，环比下降了 10.3 个百分点。 
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图1：国内集成电路销售额及增速 

 

资料来源：wind，申港证券研究所  

随着二季度集成电路行业逐步回暖，2019年1-6月我国集成电路产业销售额3048.2

亿元，同比增长 11.8%，增速比一季度略有增长。其中，设计业销售额 1206.1 亿

元，同比增长 18.3%；制造业销售额为 820 亿元，同比增长 11.9%；封装测试业销

售额 1022.1 亿元，同比增长 5.4%。随着 5G 时代的到来，消费电子、汽车电子、

物联网等将得到新的增长动力，未来国内封装测试行业将与集成电路行业将保持稳

定发展。 

1.4 全球封测行业呈寡头垄断格局 

从近几年市场份额排名看，全球集成电路委外封装测试市场的竞争格局已经基本形

成，行业龙头企业占据了主要的市场份额。据 Yole Développement 公布的 2018 年

销售额 TOP25 的委外封测企业排名，TOP25 在 2018 年的总体销售额比 2017 年

增加了约 4.8%，增至 270 亿美元，几乎占据了整个委外封测市场。大型委外封测

企业通过大量的资本支出和研发投入，引领技术革新和行业发展，进一步拉开与中

小企业的差距。 

图2：2018 年全球封测行业市场占比 

 

资料来源：芯思想，申港证券研究所 
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图3：2018 年全球前 25大集成电路委外封测企业营业收入（百万美元） 

 
资料来源：Yole Développement，申港证券研究所  

1.5 为应对上游产能释放 国内三大封测厂扩产布局 

在政策及资金各方面支持与引导下，近年来我国集成电路产业规模持续快速增长，

国内规划/在建的晶圆生产线密集上马，并陆续释放产能，带动国内封测厂商的整体

产能需求提升，国内封测厂商开启了扩产布局之路。 

据 SEMI 估计，2017-2020 全球将有 62 座新晶圆厂投产，其中 26 座坐落中国大

陆，占总数的 42%。国内晶圆厂建设正处于投建高峰期，将带动整个产业链发展。 

图4：2017-2020 全球规划建设晶圆厂分布 

 

资料来源：SEMI，申港证券研究所 

除了整体产能需求提升外，下游应用市场的变化所带来的封装技术更新也是封测厂
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扩产升级的另一个原因。随着 5G 商用的落地，人工智能、汽车电子、物联网等应

用领域将加速发展，下游市场会进入新一轮的增长周期。新的应用领域对封测技术

提出了更高、更多样化的需求，晶圆级封装、SIP 封装、3D 封装等先进封装也将进

入黄金发展期。为迎接这一波机会，国内长电科技、华天科技、通富微电三大封测

厂商相继接力扩产。 

长电科技 

作为国内封测厂的龙头企业，今年长电科技公布的投资计划主要用于产能扩充，主

要的扩产项目集中在宿迁厂区和江阴城东厂区。 

 宿迁长电科技集成电路封测基地项目：该项目由长电科技（宿迁）有限公司承担，

规划建设年产 100 亿块通信用高密度混合集成电路和模块封装产品线。项目目前

东侧厂房钢架结构基本搭建完成，西侧厂房钢架结构正在搭建中；配套 110kv 变

电站完成封顶。 

 江阴城东厂项目：通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目目前一期已投

产；二期批量采购设备，小规模生产，逐步扩大产能。年产 20 亿块通信用高密度

集成电路及模块封装项目目前已批量购进设备并安装，进行小批量生产。 

华天科技 

华天科技此前已在国内形成了天水、西安、昆山三大产业基地，2018 年宣布在南京

新建封测产业基地，并对昆山厂区进行扩产。 

 南京集成电路先进封测产业基地项目：该项目总投资 80 亿元、分三期建设，主

要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试。目前正在进行厂

房及配套设施的建设，预计将在 2020 年初设备安装调试。 

 昆山高可靠性车用晶圆级先进封装生产线项目：项目总投资 20 亿元人民币，达

产后，年新增传感器高可靠性晶圆级集成电路先进封装可达 36 万片，将形成规

模化的高可靠性车用晶圆级封装测试及研发基地。2019 年 2 月，该项目正式开

工建设。 

通富微电 

通富微电的扩产动作从 2017 年就已开始，主要集中在厦门和南通，今年其扩产项

目已接近完成。 

 厦门集成电路先进封测生产线项目：该项目总投资 70 亿元，2017 年 8 月正式开

工奠基，2018 年 12 月一期工程主厂房成功封顶。今年 7 月中旬，厦门通富土建

已进入扫尾阶段，开始内部装修。 

 南通通富微电智能芯片封装测试项目二期：总投资 80 亿元，建设南通通富微电

智能芯片封装测试项目，产品应用于物联网、5G 高速芯片、人工智能高效能芯片

等方面。其中，项目一期总投资 20.25 亿元，已于 2017 年 9 月开始量产；项目

二期计划总投资 25.8 亿元，项目三期拟总投资 33.95 亿元。目前二期工程正在

进行外墙维护施工，内部装修尚在设计中。 
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1.6 结论及投资建议 

随着 5G 时代的到来，人工智能、汽车电子、物联网等应用领域将加速发展，集成

电路领域将迎来新的增长点。受益于国内晶圆代工厂投建高峰的到来，产能将陆续

得到释放，带动国内封测产能需求提升。 

目前封测行业处于寡头垄断格局，大型委外封测企业通过大量的资本支出和研发投

入，引领技术革新和行业发展，进一步拉开与中小企业的差距。建议关注国内封测

行业龙头企业长电科技、华天科技、通富微电、精测电子及晶方科技等。 

2. 市场回顾 

本周（2019.9.02-2019.9.06），上证指数上涨 3.93%，深证成指上涨 4.89%，创业

板指上涨 5.05%，申万电子指数上涨 9.83%，位列申万 28 个一级行业涨跌幅榜第

2 位。目前，电子板块 TTM 市盈率为 37.9 倍，位列申万 28 个一级行业的第 6 位。 

自 2019 年初至今，上证综指、深证成指、创业板指、申万电子指数分别上涨 20.28%、

35.69%、35.32%、54.56%，电子指数在申万一级行业排名涨跌幅第 2 名。 

图5：申万一级行业指数周涨跌幅 

 

资料来源：wind，申港证券研究所  
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图6：申万一级行业年初至今涨跌幅对比 

 

资料来源：wind，申港证券研究所  

 

图7：申万一级行业 PE（TTM）对比 

 

资料来源：wind，申港证券研究所  

 

图8：电子行业估值水平(PE-TTM) 

 

资料来源：wind，申港证券研究所  
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个股方面，本周涨幅前五的股票是闻泰科技、天津普林、南大光电、华正新材、博

敏电子；跌幅靠前的是*ST 瑞德、汇顶科技、恒久科技、*ST 宇顺、久之洋。 

图9：SW 电子成分本周涨幅前 5  图10：SW 电子成分本周跌幅前 5 

 

 

 

资料来源：wind，申港证券研究所   资料来源：wind，申港证券研究所  

3. 行业新闻 

3.1 半导体 

长江存储启动 64 层 3D NAND 闪存量产。长江存储 9 月 2 日宣布，公司已开始量

产基于 Xtacking 架构的 64 层 256 Gb TLC 3D NAND 闪存，以满足固态硬盘、嵌

入式存储等主流市场应用需求。作为中国首款 64 层 3DNAND 闪存，该产品将亮相

IC China 2019 紫光集团展台。 

华为发布麒麟 990 系列芯片。9 月 6 日，华为消费者业务 CEO 余承东在 2019 德

国柏林消费电子展（IFA）上发表“Rethink Evolution”主题演讲，面向全球推出华

为最新一代旗舰芯片麒麟 990 系列，包括麒麟 990 和麒麟 990 5G 两款芯片。其

中，在麒麟 990 5G 是首款采用达芬奇架构 NPU 的旗舰级 SoC，采用创新的 NPU

大核+NPU 微核架构，在性能与能效、AI 智慧算力及 ISP 拍摄能力等方面进行了全

方位的升级。在 CPU 方面，麒麟 990 系列采用 2 个大核+2 个中核+4 个小核的三

档能效架构，最高主频可达 2.86GHz。GPU 搭载 16 核 Mali-G76，拍照方面，麒

麟 990 5G 采用全新 ISP 5.0，首次在手机芯片上实现 BM3D（Block-Matching and 

3D filtering）单反级硬件降噪技术，暗光场景拍照更加明亮清晰，视频噪声处理更

精准，视频拍摄无惧暗光场景。 

英特尔出货首批 10 纳米 Agilex FPGA。9 月 2 日英特尔宣布开始向参与早期使用

计划的客户出货第一批英特尔 Agilex FPGA，包括科罗拉多工程公司、Mantaro 

Networks、微软和 Silicom。上述客户将使用 Agilex FPGA 为网络、5G 和加速数据

分析开发先进的解决方案。英特尔 Agilex 系列整合了多个创新的英特尔技术，包括

基于英特尔 10 纳米制程技术的第二代 HyperFlex FPGA 架构，基于经过验证的英

特尔嵌入式多芯片互连桥接技术（EMIB）的异构 3D 系统级封装（SiP）技术。这

些先进技术让英特尔能够将模拟、内存、可定制计算、可定制 I/O、英特尔 eASIC

设备模块和 FPGA 逻辑结构集成到一个芯片封装中。 

深圳携手华为打造全国鲲鹏产业示范区，重点在五个领域开展合作。9 月 2日上午，

深圳市政府与华为技术有限公司在深签署《联合打造全国鲲鹏产业示范区战略合作

协议》，双方将本着“优势互补、合作共赢”的原则，共同将深圳建设成为产业生态
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完善、核心技术领先、应用场景丰富、产业竞争力强的全国鲲鹏产业示范区，全力

打造全国乃至全球的鲲鹏生态体系总部基地。双方将重点在搭建平台载体、完善生

态建设、开展应用示范、加强人才培养、强化品牌推广等五个领域展开合作。 

东芝存储器最新发布 XL-Flash 技术。日前，东芝存储器美国子公司宣布推出一种

新的存储器（Storage Class Memory）解决方案：XL-Flash，该技术是基于创新的

Bics Flash 3D NAND 技术和 SLC，XL-Flash 将为数据中心和企业存储带来了低延

迟和高性能的解决方案，样品预计将于下月送样检测，或将于 2020 年量产。XL-

Flash 属于持久性存储器，不仅具有 NAND Flash 容量存储的能力，同时性能介于

DRAM 和 NAND 之间，与传统的 DRAM 相比，具有更快的速度、更低的延迟和更

高的存储容量。XL-Flash 最初将以 SSD 产品为部署，但未来也将扩展到 DRAM 产

品线上。 

长三角成立集成电路新平台。9 月 4 日，在第二届全球 IC 企业家大会分论坛上，长

三角集成电路产业公共服务机构联盟正式揭牌成立。据介绍，成立长三角集成电路

产业公共服务平台旨在在产业体系、生态环境、公共服务等领域深化全方位、多层

次合作，在更大范围构建公平公正、开放包容的集成电路发展环境，使区域内相关

产业都能通过长三角公共服务机构联盟通道，更好地服务产业链企业。该服务平台

搭建起来后，将有望有效减少联盟企业的沟通和生产成本、降低初创企业门槛，实

现更好的资源共享及协同作用，建立起以知识产权(IP)为核心、以专业服务为支撑

的创新体系，推动长三角集成电路产业发展。 

SK 海力士无锡厂已完全使用中国生产的氟化氢取代日本产品。在日本政府限制向

韩国出口氟化氢、光刻胶、含氟聚酰亚胺等尖端半导体材料后，SK 海力士设在中

国无锡的半导体工厂已经完全使用中国生产的氟化氢取代了日本产品。三星电子和

SK 海力士负责材料开发的工程师正在对韩国生产的氟化氢试验品进行成分分析，

三星电子已经开始使用替代产品。目前看来，三星电子和 SK 海力士寻找日产氟化

氢替代材料的工作比预期进展顺利，预计到年底前后，就可以完全替代日本产品。 

3.2 消费电子 

三星发布首款集成 5G 的处理器 Exynos 980。9 月 4 日，三星发布首款集成 5G 的

处理器 Exynos 980，采用 8nm 工艺打造，内置两颗 2.2GHz 的 Cortex-A77 核心

和六颗 1.8GHz 的 A55 核心，GPU 为 Mali-G76 MP5，最高支持 3360×1440 分辨

率屏幕，同时内置有 NPU，存储方面支持 LPDDR4X 内存以及 UFS 2.1/eMMC 5.1

闪存。整合了 5G 基带是 Exynos 980 最大的特色，支持 6GHz 以下频段，最高下

行速率 2.55Gbps，最高上行速率 1.28Gbps。向下兼容 2/3/4G 网络，4G 方面最高

支持 LTE Cat.16 下行（5 载波 1Gbps）以及 LTE Cat.18 上行（双载波 200Mbps）。

此外，Exynos 980 支持新的 Wi-Fi 6 标准 IEEE 802.11ax，为无缝在线游戏和流畅

的高分辨率视频流媒体提供了更快的速度和更大的稳定性。Exynos 980 的神经处

理单元(NPU)性能比上代提升 2.7 倍。Exynos 980 预计将在今年年底开始大规模生

产。 

芝奇推出 2 款极速超大容量 64GB 皇家戟 RGB 内存套装。9 月 4 日，世界知名超

频内存及高端电竞外设领导品牌，芝奇国际推出 2 款极速超大容量 64GB (8x8GB) 

皇家戟 RGB 内存套装“DDR4-4300MHz CL19-19-19-39”及“DDR4-4000MHz 

CL16-18-18-38”。这两款套装专为 Intel Core X 系列处理器及 X299 系列主板设
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计，采用严选的高效能三星 B-die IC 打造，满足高端玩家们对内存的高频率、低

延迟、大容量、高美感的四重需求。 

华为发布The New P30 Pro。9月6日，华为在柏林国际电子消费品展览会（IFA2019）

上正式推出 The New P30 Pro。The New P30 Pro 在设计配色和摄影性能上具备多

项提升：The New P30 Pro 带来墨玉蓝和嫣紫色两种全新设计配色，全新配色带来

不同以往的全新感观；拍照方面，夜景模式中加入全新人像超级夜景，对夜晚人物

面部进行提亮和美颜，同时，降低背景中光源的亮度，提升暗部细节表现，背景高

光不过曝。最新加入的摄影和视频编辑功能，让创作更为轻松；采用分布式技术的

EMUI10 可为用户提供更加完善的全场景智慧体验。EMUI10 采用源自意大利的莫

兰迪渐变色系，柔深色模式下，柔和暗光使眼睛避免受强光刺激。The New P30 Pro

于 9 月 7 日起在全球市场陆续上市。 

高通发布消息称明年骁龙 6/7 系列都将支持 5G。9 月 6 日，在 2019 年德国柏林国

际消费类电子产品展览会（IFA 2019）上，高通宣布通过跨骁龙 8 系、7 系和 6 系

扩展其 5G 移动平台产品组合，公司计划规模化加速 5G 在 2020 年的全球商用进

程。高通称，目前已经有超过 150 款已发布或正在开发中的 5G 终端设计采用了

Qualcomm Technologies 的 5G 解决方案，同时，公司也正在推动 5G 在多个不同

层级终端当中的普及，以更好地赋能下一代影像、视频、AI 和游戏体验。上述更广

泛的产品组合旨在支持全球范围的特性和频段，并有望为超过 20 亿智能手机用户

提供 5G 体验。 

4. 重点公司动态 

南大光电拟在高青县投资扩建含氟电子特种气体项目。9 月 2 日南大光电发布公告，

在高青县投资扩建含氟电子特种气体项目。公司拟在山东省淄博市高青县投资扩建

含氟电子特种气体项目，并于项目建成后，从事三氟化氮及六氟化硫的相关生产经

营活动。本次拟投资项目的总投资额为 3.8 亿元，其中 2.1 亿元来源于公司向山东

飞源气体有限公司（以下简称“飞源气体”）的增资款，该增资事项已经公司第七届

董事会第十八次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过。剩余 1.7 亿元来源于

飞源气体的未来自筹资金。 

华兴源创西部总部项目等入驻高新区。近日，成都高新区在上海举行集成电路产业

招商推介会，成都高新区与苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称：华兴源创）、

华大半导体有限公司（以下简称：华大半导体）、上海登临科技有限公司等 4 家企

业进行了现场签约，宣布华兴源创西部地区总部项目、华大恒芯研发生产基地及运

营中心项目、登临科技通用处理器芯片研发中心项目以及建广通用基金项目正式落

户成都高新区。华兴源创将投资 5 亿左右，在成都高新区建设西部总部项目，主要

从事平板显示器件测试设备、半导体测试设备、汽车电子测试设备的研发、生产和

销售，希望通过与成都高新区的合作，打造公司未来重要的西部发展基地。 

海康威视回购注销约 294.56 万股限制性股票。9 月 5 日，海康威视发布公告，回

购注销约 294.56 万股限制性股票。此次回购注销的限制性股票数量为约 294.56 万

股，占回购前公司总股本约93.48亿股的比例为0.03%；此次回购注销涉及135人，

回购注销的限制性股票的授予日期为 2016 年 12 月 23 日，上市日期为 2017 年 1

月 20 日；此次回购注销股份的回购价格为 8.42 元/股(近似值)，所用资金为约
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2480.20 万元(近似值)，资金来源为公司自有资金；截至 2019 年 9 月 3 日，上述限

制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。 

京东方 A：OLED 实现新突破，物联网转型持续推进。京东方 OLED 实现新突破，

10.5 代线良率、产能爬坡进展顺利。上半年，成都第 6 代柔性 AMOLED 生产线出

货量超千片，较去年增加超 300%，良率水平创新高，达到业内较高水平；绵阳第

6 代柔性 AMOLED 生产线已实现量产出货；重庆第 6 代柔性 AMOLED 生产线建

设按计划推进。京东方合肥第 10.5 代 TFT-LCD 生产线实现满产，良率超 90%；武

汉第 10.5 代 TFT-LCD 生产线完成设备搬入。 

5. 风险提示 

行业发展不及预期； 

晶圆厂建设进度不及预期； 

下游需求低于预期。 
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